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Bild 2: Schaltbild des HomeMatic-Multi-I/O-Moduls

Damit sind die Bestückungsarbeiten abgeschlossen. Jetzt ist die Plati-
ne an der Sollbruchstelle zunächst vorsichtig zu teilen. Die größere Plati-
ne dient als Basisplatine, auf die die kleinere Platine mittels der Stiftleis-
te so aufgesetzt wird, dass beide eine Sandwich-Anordnung bilden. 

Dazu setzt man die kleine Platine mit den Bohrungen für die Stiftleis-
te so auf, dass die Stiftleistenenden durch die Platine reichen und auf 
der Oberseite verlötet werden können. Dabei sollte die Platine wieder so 
weit eingesetzt werden, dass sie auf dem Kunststoffsteg der Stiftleiste 
aufl iegt, siehe Bild 3. Um die Platine genau gerade einzulöten, ist es 

zweckmäßig, erst zwei Pins am einen Ende zu verlöten 
und dann die zwei Pins am anderen Ende. Nun kann 
eine Kontrolle der geraden Lage der Platine erfolgen 
und ggf. noch durch Nachlöten korrigiert werden. Die 
Platine muss genau 19 mm über der unteren Platine 
liegen. Nach dem Verlöten der weiteren Stiftleisten-
kontakte sind die Lötarbeiten abgeschlossen und der 
Einbau in das Gehäuse kann folgen. Bild 4 zeigt die so 
fertig aufgebauten Platinen.


